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應用D電子封EF線 ( W i r e  B o n d i n g )之G線

開發

HI股份有限公司

■計畫目標
1. 1.25 mil (31.75 ±m)鋁�(Al-1%Si)合6e之產品開發。
2. 1.00 mil (25.4 ±m)鋁�(Al-1%Si)合6e之產品開發。
3. 開發及78Âîe1.25mil81mil鋁�(Al-1%Si)合6e之ae技術。

■執行成果
1. �成鋁e製造之上、G'工廠w��鋁�合6之��、k型等工廠x之«J�合。
2. �成鋁�合6之��開發，以U÷^並ÛY廠商開發��Al-1%Si鋁�合6¬之產品。
3. �成鋁�合6¬之k型開發，以U÷^並ÛY廠商開發k型Al-1%Si鋁�合6¬N5 mm81

mm之Á鋁e。
4. �成]行開發設計之平行JS式ae機，以U÷^並ÛY廠商開發平行JS式ae機可將6屬
eaN1 mil (25.4±m)81 mil (25.4±m)以G。

5. �成開發將鋁�(Al-1%Si)合6eaeN1.25 mil (31.75 ±m)之產品。
6. �成開發將鋁�(Al-1%Si)合6eaeN1.00 mil (25.4 ±m)之產品。

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介
1. Al-1%Si鋁�合6¬。
2. 5 mm81 mm之鋁�(Al-1%Si)合6e。
3. 1.25 mil (31.75 ±m)之鋁�(Al-1%Si)合6e。
4. 1.00 mil (25.4 ±m)之鋁�(Al-1%Si)合6e。
5. ��製F鋁�(Al-1%Si)合6¬技術。
6. k型製F5 mm81 mm鋁�(Al-1%Si)合6e技術。
7. Âîe1.25 mil81 mil鋁�(Al-1%Si)合6e之ae技術。
8. h生其�之Âîe1.25 mil81 mil6屬e之ae技術。

■技術合作單位及合作內容
無

■成果應用領域
　　`應?è產品的要ü，�[<片Ai技術發t�1980r代以前，IC<體WPCB的¾接方
式以1É式(PTH)為ó，�[<片Ai產品多以DIP(Dual  in Line  Package)為ó，?>並不多，
oÊ?>n多的PGA(Pin Grid Array)產品出L在pq上。1980r代以V在�[產品«6�小
的要ü中，表面Ê技術SMT(Surface Mounting Technology)應=而生，成為ó要的Ai型
Ò，產品以SOP(Small out-Line Package)，SOJ(Small out-Line J-Lead)，QFP(Quad Flat
Package)等型Ò為ó。1990r代SMTAi技術的成®的發t，:Ê&於小型�、¯?¹及散
熱等問題�的ãä，`此TSOP(Thin Sop)，TQFP(Thin QFP)應°而f。!一方面，高?>的
Ai發t，使QFP產品·¸為BGA產品所取代。
　　�[<片Ai的ó要目的，Ü4/由"óAi材B�外部³M�[<片以{使其Ê於PCB
上，並達到>Ô傳±及散熱之功能。�[<片Ai[一層È~構之¾e4將<片上的接�¾接到
Ñe{上之內T?8�*之²Ú，/而將<片之�路>Ô傳£到外界。如L1 c型的�[<片A
i(BGA)構造L及L2 以鋁eý為ge接合之�[<片AiÝ程L。

L1  u³產品-1.25 mil (31.75 ±m) 鋁e

L 2  u³產品 -1.25 mil (31.75 ±m) 鋁e

　　�[<片Ai[一層È~構之¾e方式Yge接合wwire bondingx、´帶]^接合
(TAB)及r<接合wFlip-Chip Bondingx�種，其中ge接合技術Ì廣泛應用於PGA、
SOP、QFP、BGA、CSP等�[<片Ai製程，不3�[<片Ai技術如何的�Y，ge
接合Ai為最常用之方式Þ最為 d，MNge接合機÷>目的多µ常Ì用來ý為一家Ai
廠產能Á�的Æ�。ge接合所û之6屬e材(6e、鋁e、銅e)qr超過10I�v以上的
產O，其r成J率qrr達10%。
　　ge接合Ai之ó要應用於?è性用之�[<片如¶·、¸®、ê波器、�Ã¼應器、
�¹ÓÇ器、家用8Ev性�[產品之�<體及eÂ體等如L3、4及5。!方面，由於6
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e接合一般採用熱Å超高波方式，F業時ûn高的³£及會產生n多的熱量。¨h新Ù發t的�
[<片J接上*(Chip on Board, COB)Ai產品，為了]ÿ�º�路*加熱，大多採用鋁e接合
方式，`鋁e接合J以超�波ge為ó，F業時不û*高的³£及不會產生*多熱量。o此之
外，MN部¬h³£Â»感的<片，4如Æ¨感應器及l¼感應<片，在Ai~能iÊ100�以
G³£，不º用6e之熱Å超高波ge接合，Üæê採用鋁e接合。`此@Ân低½的鋁e在�
[Ai產業一Jls一2的pqûü，MN在高2�[產品鋁e接合rY·¸增加之uv。

L3  u³產品-1.00 mil (25.4 ±m) 鋁e

L4  u³產品-1.00 mil (25.4 ±m) 鋁e

■專案執行重要心得
　　Ü以U本公司.Û執行本5%計畫之前而u，本公司之ae0發，ó要之&'4將採¢所取
P之eÊ1 mm之6屬e如銅e、¾e、6e等e材，經由ae機在ºÜ的ãdG，將1 mm之
6屬eaeNeÊ0.03 mm80.03 mm以G。
　　由於本公司之本業4PCB製造的其中一ô加工製程-¯ª加工，Ü²ºl設¡而u，�來�
Y經#]合6之��、k型加工、�]ae9要]¿一��辦。�本以為合6之��及k型加
工，=>YAB8可能Y問題，C應¾不+於*AB8無Q解決。C經#À]·Fâ發LW�3
8t¼Y.大之¹j，單4合6��之&量及ãd的Ùâ，Ü讓&'ÁÂÃ時及頭Ä不已。:何
況合6¬�成V之k型，由於n期將合6¬k型NÁ鋁e時，常常一小ô一小ôÜF，而Þ無Q
¾Ð，:Å3要Y行VÐ之製程ae。
　　這øDÆ§{氣§的9#問題，Ç性¦3中部¬0發§%，Y��及k型加工之經驗、部¬
來]學界及廠商之Òá，»¼<'的)*+,及經驗，®可�4ÈÉ相X，使0發¦3Ê;<
多。外加本公司z體0發§%的ÊËÔ1及經由無>È之實驗、��、ãä及wß，方能在�時
間內，將合6之��及k型加工之問題，·一解決。
　　C4:Ì§Í\的E，Î>4鋁�(Al-1%Si)合6e的ae，�本以為這4本公司最Ï�W最
Y×X的技術，況Þ本公司已78f部¬6屬e如銅e、¾e、6e等e材之ae加工技術，並
aY一 ae經驗J達20r以上之工程Y。Ü0發¦3而u，=>不Ð�ae應¾4.簡單的
E，C ds為將鋁�(Al-1%Si)合6e的aeN1 mil應¾不+於*AB8Y大問題âh。C實
©在執行aeF業時，âÑ+到鋁�(Al-1%Si)合6e的ae好¼�Ò麼t¼的Ò麼簡單Ó?
　　=>在5%計畫執行前，ÜÔ解加Î1%Si的鋁e，不3其�學及#�性質，其Õ性、cÖ
�性及icy£，W(鋁3n時，õYn大的Â\，C在ae時，發L這ø#�性質ÓÊ的Â
\，在ae過程造成Â大的AB。MNÌ0發¦3s為3以U所a過的銅e、¾e、6e等e材
�Ba。=>如此，0發¦3�4將aeAB8問題�，以無3的信'W×1一��的HIW解
決。
　　`管面f°多的ABW問題，C本公司�4�鋁e開發的5%計畫，開發出GÖ4�的新產
品µ

(1) Al-1%Si鋁�合6¬。
(2) 5 mm及1 mm之鋁�(Al-1%Si)合6e。
(3) 1.25 mil (31.75 ±m)之鋁�(Al-1%Si)合6e。
(4) 1.00 mil (25.4 ±m)之鋁�(Al-1%Si)合6e。

及開發出GÖ4�的新技術µ
(1)��製F鋁�(Al-1%Si)合6¬技術。
(2)k型製F5mm81mm鋁�(Al-1%Si)合6e技術。
(3)Âîe1.25 mil81 mil鋁�(Al-1%Si)合6e之ae技術。
(4)h生其�之Âîe1.25 mil81 mil6屬e之ae技術。

　　=>本計畫.Y((多多可ãä的空間，C:�本計畫中學Õ到«J�合相Z廠商的&要
性，及如何應用¦3之1量，解決問題WAB的方Q。最&要的4ûYÔ1-前、ÍØ不Ù、z
遠不Ø"的k>，方能�成本計畫，Ü>也要感謝ÚEJ的_sW0發¦3ÛÜ成Ý之決'WÍ
y之×1。




